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Beschreibung 

Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entspre- 
chenden Konstrukten 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Lei- 
terplatten und/oder entsprechenden Konstrukten geraafi dem O- 
berbegriff des Anspruchs 1. 

Bei der Herstellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden 
Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontakt-ierungen reali- 
siert sind, existiert das Problem, dass eine auf das Leiter- 
bahnenbild aufgebrachte Isolierlack-Schicht insbesondere an 
den Offnungskanten der Durchgangsbohrungen der Durchkontak- 
tierungen keine sichere Isolierung gewahrleistet . 

Der Grund hierfur ist zum einen, dass der Isolierlack in die 
Durchgangsbohrungen lauft und sich an den Offnungskanten der 
Durchgangsbohrungen guasi abstreift. Hierdurch wird die Dicke 
der Isolierlack-Schicht an den betreffenden Kanten zumindest 
sehr diinn. Zum anderen ist die Isolierlack-Schicht nicht zu 
100% porendicht, so dass es kleine und kleinste Locher gibt, 
die den elektrischen Widerstand in bezug auf die darunter an- 
geordnete elektrisch leitende Schicht, die in diesem Fall die 
elektrische Durchkontaktierung bildet, kl.einer als Unendlich 
werden lassen. 

Dies wirkt sich zum Beispiel dann nachteilig aus, wenn ober- 
halb der Durchkontaktierung eine weitere elektrisch leitende 
Schicht, sei es in Form zum Beispiel einer weiteren Leiter- 
bahn oder in Form zum Beispiel einer groBeren Flache, ange- 
ordnet wird. Der Vorteil, der hier erzielt wird, ist, dass 
die Oberflache der Leiterplatte oder eines entsprechenden 
Konstrukts wesentlich intensiver genutzt wird. Es werden nam- 
lich auch diejenigen Bereiche verwendet, die ansonsten frei 
gelassen werden, urn Kurzschlusse zu den Durchkontaktierungen 
sicher zu verhindern. 
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Bei den Kurzschliissen muss es sich dabei nicht zwangslaufig 
jeweils um extrem niederohmige Kurzschltisse handeln. Kurz- 
schltisse sind auch dann vorhanden, wenn der Isolationswider- 
5 stand kleiner Unendlich wird, so dass die Moglichkeit be- 
steht, dass Kriechstrome flieBen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein einf aches und 
kostengiinstiges Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten 
10 und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen 

Durchkontaktierungen realisiert sind, zumindest in deren Nahe 
weiter Leiterbahnen Oder Ahnliches vorgesehen sind, an- 
zugeben . 
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Diese Aufgabe wird erf indungsgemaJJ durch ein Verfahren ge- 
lost, das die im Anspruch 1 angegebenen Verf ahrensschritte 
aufweist . 

Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass es einfach in der Ab- 
wicklung ist und dass trotzdem sichergestellt ist, dass keine 
Kurzschltisse zwischen den Durchkontaktierungen und den zumin- 
dest in der Nahe der Durchkontaktierungen angeordneten Lei- 
terbahnen oder dementsprechend Ahnlichen fabriziert sind. 

Das Verfahren ist einfach in der Abwicklung und es ist kos- 
tengunstig, weil insbesondere ein sehr aufwendiger Burst- 
Verfahrensschritt, in dem die Oberflache der Leiterplatte o- 
der eines entsprechenden Konstrukts gebtirstet wird, einge- 
spart wird. Das Verfahren ist auch deshalb einfach und kos- 
tengilnstig, weil durchwegs Standardmittel verwendbar sind und 
es somit nicht notwendig ist, Spezialmittel zumindest bei 
manchen Verf ahrensschritten zu verwenden. Das Verfahren ge- 
wahrleistet die Kurzschlusssicherheit insbesondere auch ober- 
halb der Durchkontaktierungen, weil oberhalb der Durchkontak- 
tierungen praktisch drei Isolierschichten aufgebracht sind. 
Erstens ist damit eine insgesarat relativ dicke Gesamtisolier- 
schicht realisiert und ist zweitens die Wahrscheinlichkeit, 
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dass bei drei Isolierschichten dreimal eine offene Pore der 
jeweiligen Isolierschicht jeweils genau aufeinander trifft, 
praktisch ausgeschlossen . 

Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand 
von Unteranspriichen. 

Danach konnen identische Standardmittel in mehreren Verfah- 
rensschritten eingesetzt werden, in denen vormals wenigstens 
zum Teil Spezialmittel erf orderlich waren. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Standartmittel kostenguns- 
tige Mittel sein konnen. 

Ein weiterer Vorteil ist, dass die oberhalb der Durchkontak- 
tierungen angeordneten Leiterbahnen oder dergleichen mit kos- 
tengiinstigem Karbon realisiert sein konnen. 

SchlieiSlich ist es vorteilhaft, dass die Vereinzelung der 
Leiterplatten oder der entsprechenden Konstrukten nach wie 
vor durch einfaches Frasen aus einem groBeren Gebilde heraus 
erfolgen kann. 

Nachfolgend wird ein Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung anhand 
eine.r Zeichnung naher erlautert. 

In der einzigen Figur sind auf der linken Seite die Ablaufe 
eines bisherigen Verfahrens und auf der rechten Seite die Ab- 
laufe des erfindungsgemaflen Verfahrens zur Herstellung von 
Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstrukten mit Stel- 
len, an denen Durchkontaktierungen im Groftenbereich von 20 um 
realisiert sind, in deren Nahe bzw. oberhalb derer weitere 
Leiterbahnen oder Entsprechendes angeordnet sind, einander 
gegenubergestellt . 

Das bisherige Verfahren weist am Beispiel der Herstellung ei- 
ner Leiterplatte folgende Verf ahrensschritte auf: 
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Bohr en der Durchgangsbohrungen fur die Durchkontaktierun- 
gen; 

2. Herstellen der Durchkontaktierungen; 
5 3. Fallen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer 
atzbestandigen Plugging-Paste (= ein Spezialmittel) ; 
4. Biirsten der Oberflachen, damit es moglich wird, nachfol- 
gend auf planen und sauberen Flachen das Atzbild (Leiter- 
bahnenbild) zu erzeugen; 
10 5. Atzen der Leiterplatte, worunter alle Mafinahmen zu ver- 
stehen sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Lei- 
terbahnenbild erzeugt ist; 
6. Lackieren der Oberflachen mit einem Stopplack, so dass 
eine erste Lackschicht aufgebracht ist, die wenigstens 
geringfiigig die elektrisch leitenden Flachen und Flachen- 
teile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Oberflachen der 
Durchkontaktierungen und weiter die Zwischenraume zwi- 
schen den elektrisch leitenden Flachenteilen wenigstens 
zum Teil verfiillt; 

Aufbringen des eigentlichen Isolierlacks (ISO-Lack), so 
dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberflache gege- 
ben ist und zweitens eine sichere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flachen 
und Flachenteile besteht, weshalb es dann moglich ist, 
25 dass auf diesen Oberflachen weitere elektrisch leitende 

Flachen und Flachenteile vorsehbar sind mit Ausnahme o- 
berhalb der Durchkontaktierungen, well dort letztlich 
durch das Fehlen einer Verfilllung der Durchkontaktierun- 
gen doch keine plane Oberflache entsteht. Hier lauft je- 
desmal der Lack zumindest etwas in die Durchkontaktierung 
hinein; 

Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flachen und 
Flachenteilen (zum Beispiel Karbon-Leiterbahnen (1)), wo- 
bei aus Grtinden der Vermeidung von Ktirzschlussen insbe- 
sondere an den Randkanten (2) der Durchgangsbohrungen der 
Durchkontaktierungen, an denen sich nur eine besonders 
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dunne Isolierung ausbildet, ein relativ grower Abstand 
eingehalteh wird; 

9. Priifen der Leiterplatte, und 

10. Vereinzeln der Leiterplatte durch Herausfrasen der Lei- 
terplatte aus einem Verbund von Leiterplatten, in dem ei- 
ne Leiterplatte aus Grtinden der Wirtschaf tlichkeit in der 
Regel hergestellt wird. 

Demgegenuber weist das erf indungsgemafle Verfahren am Beispiel 
der Herstellung einer Leiterplatte folgende Verf ahrensschrit- 
te auf: 

1. Bohren der Durchgangsbohrungen fur die Durchkontaktierun- 
gen; 

2. Herstellen der Durchkontaktierungen; 

3. Atzen der Leiterplatte, worunter alle MaJinahmen zu ver- 
stehen sind, die notwendig sind, dass ein fertiges Lei- 
terbahnenbild erzeugt ist; 

4. Fullen der Bohrungen der Durchkontaktierungen mit einer 
Standard-Plugging-Paste (= Standardmittel in Form einer 
einen Einsparef f ekt erzielenden und den Verf ahrensablauf 
vereinfachenden kostengiinstigen Lackvariante) , wobei an 
dieser Stelle auf ein aufwendiges und teures Bursten der 
Oberflachen verzichtet werden kann (dies ergibt zusammen 
mit dem Weglassen des aufwendigen und teuren Burstens der 
Oberflachen vor dem Atzen, wie das beim vormaligen Ver- 
fahrensablauf ansonsten notwendig war, einen weiteren we- 
sentlichen Einsparungsef f ekt und eine weitere Vereinfa- 
chung des Verf ahrensablauf s ) ; 

5. Lackieren der Oberflachen mit einem Stopplack, so dass 
eine erste Lackschicht aufgebracht ist, die wenigstens 
geringfugig die elektrisch leitenden Flachen und Flachen- 
teile (Leiterbahnen) bedeckt und auch die Zwischenraume 
zwischen den elektrisch leitenden Flachenteilen wenigs- 
tens zum Teil verfiillt; 

6. Aufbringen des eigentlichen Isolierlacks (ISO-Lack), so 
dass insgesamt erstens wieder eine plane Oberflache gege- 
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ben 1st und zweitens eine sichere Isolierung in bezug auf 
die darunter angeordneten elektrisch leitenden Flachen 
und Flachenteile besteht, weshalb es dann moglich ist, 
dass auf diesen Oberflachen weitere elektrisch leitende 
Flachen und Flachenteile vorsehbar sind, und zwar auch 
direkt oberhalb der Durchkontaktierungen; 

Aufbringen von weiteren elektrisch leitenden Flachen und 
Flachenteilen (zumBeispiel Karbon-Leiterbahnen (3)), wo- 
bei diese elektrisch leitenden Flachen und Flachenteile 
jetzt auch mindestens bis zu den Durchkontaktierungen und 
sogar direkt daruber hinweg gefuhrt sein konnen; 
PrUfen der Leiterplatte, und 

Vereinzeln der Leiterplatte durch Herausfrasen der Lei- 
terplatte aus einem Verbund von Leiterplatten, in dem ei 
ne Leiterplatte aus Grunden der Wirtschaf tlichkeit in der 
Regel hergestellt wird. 




Die Standard-Plugging-Paste, der Stopplack und der Isolier- 
lack konnen jeweils identisch sein, das heifit aus eben einer 
20 einzigen kostengunstigen Lackvariante bestehen. 

Das Aufbringen der Lackschichten kann mittels des an sich be- 
kannten und einfach zu realisierenden Siebdruckverf ahrens be- 
werkstelligt werden. 

25 
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Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder ent- 
sprechenden Konstrukten mit Stellen, an denen Durchkontaktie- 
rungen im GroBenbereich von 20pm realisiert sind, zumindest 
in deren Nahe weiter Leiterbahnen oder eine elektrisch lei- 
tende Schicht vorgesehen sind, gekennzeich.net durch 
folgende wesentlichen Verf ahrensschritte : 

- Bohren von im GroBenbereich von 2 0 ]om liegenden Durchgangs- 
bohrungen fur die nachfolgende Herstellung der Durchkontak- 
tierungen; 

- Durchkontaktieren, indem eine elektrisch leitende Gesamt- 
schicht aufgebaut wird; 

- Atzen des Leiterbahnenbildes in die elektrisch leitende Ge- 
samt schicht ; 

- Bohrungen der Durchgange fullen mit einem Standardmittel ; 

- Lackieren der Oberflachen, auf denen Durchkontaktierungen 
vorhanden sind, zumindest in deren Nahe spater Leiterbahnen 
vorgesehen sind; 

- Isolierlack (ISO-Lack), welcher ein Standardmittel ist, 
aufbringen auf die Oberflachen der Leiterplatte und/oder 
des entsprechenden Konstrukts; 

- Herstellen von oberhalb der Durchkontaktierungen angeordne- 
ten Leiterbahnen; 

- Prufen der Leiterplatte bzw. des entsprechenden Konstrukts; 

- Vereinzeln der Leiterplatte bzw. des entsprechenden Kon- 
strukts; 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Standardmittel in den verschiedenen Verfah- 
rensschritten jeweils identischL sind; 

3. Verfahren nach Anspruch 1 ocier 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Standardmittel in den verschiedenen 
Verf ahrensschritten jeweils kos tengunstige Lackvarianten 
sind. 
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4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass zumindest die oberhalb der Durch- 
kontaktierungen angeordneten Leiterbahnen mit Karbon (3) rea- 
lisiert sind. 

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Vereinzeln der Leiterplatten 
bzw. der entsprechenden Konstrukte durch einen Frasvorgang 
bewerkstelligt ist. 




) 




8 



i 

200404704 



Z u s ammen f a s s ung 

Verfahren zur Herstellung von Leiterplatten und/oder entspre- 
chenden Konstrukten 

5 

Es wird ein vereinf achtes, kostengunstiges Verfahren zur Her- 
stellung von Leiterplatten und/oder entsprechenden Konstruk- 
ten vorgeschlagen, welche Stellen aufweisen, an denen Durch- 
kontaktierungen realisiert sind. Ein solches Verfahren ver- 
10 zichtet auf einen sehr aufwendigen Burstvorgang und verwendet 
ausschliefilich kostengunstige Lackvarianten . Trotzdem wird 
zusatzlich erreicht, dass weitere Leiterbahnen oder entspre- 
chende Schichten nicht nur bis zu den Durchkontaktierungen 
sondern ohne weiteres sogar direkt daruber hinweg gefuhrt 
15 werden konnen. 

Figur 
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